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报告简介

芯片封测是指将通过测试的晶圆,然后按照产品型号和它的功能需求进行加工,之后得到独立芯片的过程。芯

片封测是现代化技术的基础,很多的设备都需要用到芯片，比如手机、电脑等，正因为有了这些芯片的组成

才会有现在的高科技设备。

封测的技术含量相对较低，国内企业最早以此为切入点进入集成电路产业，近年来，国内封测企业通过外

延式扩张获得了良好的产业竞争力，技术实力和销售规模已进入世界第一梯队。在芯片制造产能向大陆转

移的大趋势下，大陆封测企业近水楼台，抢占了中国台湾、美国、日韩封测企业的份额。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了

国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国

商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科

研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对芯片封测行业进行了长期追踪，结合我们对芯片封测相关

企业的调查研究，对我国芯片封测行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投

资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了芯片封测行业的前景与风险。报

告揭示了芯片封测市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划

提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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